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Motivation

Vorteile miniaturisierter Mikrofluidik-Module Herausforderungen

Chip-To-World Interface: Kopplung makroskopischer Gerate mit mikrofluidischen
Apparaturen

Kaum Méglichkeiten zur Kopplung von Mikrofluidikchips untereinander

Die ,traditionelle Herstellung mikrofluidischer Module ist komplex, benétigt
Fachpersonal und eine umfangreiche Infrastruktur bestehend aus Reinrdumen
und Chemielaboren

Die definierten Strukturen sind unveranderbar und somit nur auf wenige
Spezialanwendungen beschrankt

» Ressourcensparend: Energie, >
Verbrauchsmaterial und Raum
kann eingespart werden >
»  Schnelle Analysen: kleinere >
Stoffmengen kdnnen schneller
miteinander reagieren und auch
schneller voneinander getrennt >
werden
»  Hoher Durchsatz durch
Parallelisierung: Es kénnen
mehrere Analysegeréte gleichzeitig

arbeiten
a): Flilssi i Glas-Polymer-Chip; b) gefitzter Glas-Chip mit Chip-to-World-Interface.
Methodik und Ergebnisse
Entwicklung einer additiven Fertigungsanlage Entwicklung einer Station zur Modul-Aufnahme Entwicklung aufgabenspezifischer Mikrofluidik-
Module

»  Verarbeitung von Hochleistungskunststoffen wie PA12, »  Konstruktion einer Basisstation als Chip-To-World > Maander-Modul: Dient als Misch- und Reaktionsmodul

PEI, PEEK Interface »  Chromatografie-Modul: Dient der Anreicherung bzw.
»  Nutzung von bis zu vier verschiedenen Hochleistungs- » Die Basisstation dient der Aufnahme und Konnektierung Alifreinigung . .

kunststoffen in einem Herstellungsprozess der Mikrofluidik-Module > Méander-Modul: Dient photometrischen
>  Partikelreduzierter Bauraum >  Die Mikrofluidik-Module sind frei austauschbar und Untersuchungen und somit der Bestimmung von
>  Aktive Bauraumheizung anordbar Spurenstoffen

»  Durch den digitalisierten Herstellungsprozess werden
schnelle Anpassungen maglich
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Additive Fertigungsanlage Lab-On-Chip System

»  Einbau einer Multi-Material-Einheit »  Untersuchung chemischer und physikalischer »  Konstruktion eines Schnellspannsystems
»  Wechselbare Extruder Eigenschaften kommerziell verfiigbarer »  Fertigung erster Grund-Module aus PEEK
»  Hermetischer Abschluss des Bauraums Hochleistungspolymere »  Anpassen der Chip-to-World Konnektierung
»  Aktives Heizen des Bauraums »  Ermittlung der notwendigen Druckparameter in Bezug »  Anpassen der Chip-to-Chip Konnektierung
>  Umsetzung der Partikelreduzierung auf die entwickelte additive Fertigungsanlage »  Einbringen der stationéren Phase in das

»  Ermittlung von Bauparametern zur Multi-Material- Chromatografie-Modul
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